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11月10日，两家国内晶圆代工

企业中芯国际（688981.SH）、华虹半

导体（01347.HK）接连发布了第三

季度业绩报告。

《中国经营报》记者注意到，

在业内普遍认为芯片进入下行周

期的情况下，两家公司在第三季

度销售收入均实现同比增长 30%

以上，除此之外，两家公司归母净

利润、毛利率同比也实现了不同

程度的增长。

中芯国际公司联席首席执行

官赵海军表示，2022年7月以来，从

宏观环境来看，消费需求疲弱，国

际局部冲突带来的全球能源危机、

高通胀、货币波动等导致全球经济

复苏乏力，给全球产业链和区域产

业链带来了不同程度的业态变化

和挑战。产业分工体系和布局正

在发生深刻的调整，原有的全球产

业链循环受到干扰，甚至被阻断，

区域化进程在艰难中推进。
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三季报双双增长 中国两大晶圆代工企业逆势扩产

业绩双双增长

中芯国际财报显示，公司第三

季度实现营业收入131.71亿元人民

币，同比增长 41.90%；净利润 31.38

亿元人民币，同比增长51.10%。毛

利率为38.9%，同比增加5.8个百分

点，环比下降0.5个百分点。

中芯国际管理层评论：“第三季

度营业收入为人民币 131.7 亿元，出

货量略有下降，但平均销售单价因

产品组合优化小幅上升，收入和上

季度持平。由于外部需求下行，内

部部分工厂进行了岁修（注：每年有

计划的维修和养护工作），同时折合

八英寸月产能环比增长了3.2万片，

产能利用率为92.1%，较上季度下降

了5个百分点。综合上面各个因素，

第三季度毛利率为39.2%，环比下降

0.2个百分点。

分业务收入占比来看，中芯国

际智能手机收入贡献在第三季度

环比略有增长，不过，智能家居和

消费电子较上季度有所下滑，分别

为14.9%和23.3%。

赵海军表示，从产业周期来

看，智能手机和消费电子去库存速

度缓慢，客户流片意愿不强。工业

控制领域虽然相对稳健，但增幅有

限。汽车类终端消费韧性强，行业

尚有需求缺口。在这样的环境下，

公司坚持客户产能动态调整的策

略。虽然业绩不可避免地受到影

响，但在公司全体员工的努力下，

实现了第三季度的目标。

芯谋研究高级分析师张彬磊告

诉记者，中芯先进工艺营收占比不

足 10%，美国出口管制新规对其运

营有不利影响但可控。中芯国际该

季度营收同比增长34.7%，主要来自

产能和价格的双增长。本季度中芯

国际产能新增了 3.2 万片，增幅近

5%。但消费市场低迷对中芯国际营

收影响较大，消费电子芯片在中芯

国际营收中的占比接近六成。

作为国内另一家代工巨头，华

虹半导体总裁兼执行董事唐均君

表示，华虹半导体在2022年第三季

度业绩保持向好。各大特色工艺

平台的市场需求持续饱满，尤其是

非易失性存储器和功率器件。8英

寸晶圆厂和 12 英寸晶圆厂均保持

满载运营，产品平均销售价格同比

环比均有成长。

财报显示，华虹半导体第三季

度销售收入再创历史新高，达6.299

亿美元，同比上升39.5%，环比上升

1.5%；期内净利润为 6540 万美元，

同比上升 83.7%，环比上升 22.9%；

归母净利润则为1.039亿美元，同比

上升104.5%，环比上升23.8%。

从收入结构来看，得益于下游

功率器件、模拟电源、高端MCU芯

片的需求较好，华虹半导体 8 英寸

产线实现收入3.8亿美元，同比增长

22.1%，环比增长 8.5%。但是由于

逻辑射频、CIS（CMOS 图像传感

器）等下游需求疲软，12 英寸产线

收入则环比下滑7.9%，其中出货量

环比下滑14.1%。

芯谋研究总监李国强分析认

为 ，华 虹 该 季 度 营 收 同 比 增 长

39.5%，主要来自12英寸晶圆，其营

收同比增长近80%。12英寸晶圆量

价齐升，出货量（付运晶圆）同比增

长41%，拉动营收增长0.52亿美元；

单价同比增长 27%，拉动营收增长

0.57亿美元。两者合起来共增长约

1.09亿美元。同时环比保持稳定增

长，在产业下行时难能可贵。8英寸

晶圆营收增长主要来自单价上涨，

主要因素为新能源汽车与充电桩、光

伏发电等市场火爆，进而带动高端功

率器件如 IGBT（绝缘栅双级晶体

管）、SJNFET（超级结型 MOSFET）

和MCU（微控制单元）等产品需求

爆发，呈现量价齐升的态势。

逆势扩产

在业绩实现增长的同时，

中芯国际与华虹半导体不约而

同地选择了扩产。

据悉，中芯国际前三季度

资本开支约313亿元，并将全年

资本支出从 320.5 亿元上调至

456 亿元，前三季度增加 8.5 万

片/月产能。

赵海军表示，公司秉承一贯

谨慎规划的原则，依据市场长期

需求进行中长期的资本开支规

划，建设进度有可能根据市场情

况、采购周期的长短等原因做适

当的调整。未来5～7年，公司有

中芯深圳、中芯京城、中芯东方

等总共约34万片12英寸新产线

的建设项目。基于这些项目长

远安排的原因，公司要支付长交

期设备提前下单的预付款。因

此，全年资本支出从320.5亿元

上调至456亿元。

张彬磊认为，第三季度中

芯产能利用率下降 5 个百分点

至92.1%。进入第四季度，消费

电子市场进入去库存阶段，产

能利用率或还将下降。未来

2～3 年，随着中芯在北京、天

津、深圳等地的 12 英寸产线产

能逐步投产，中芯 12 英寸晶圆

营收占比有望快速增长。

与中芯国际相同，华虹半

导体也计划斥巨资扩产。11月

4日，华虹半导体的IPO获得上

交所受理，拟募资 180 亿元，其

中近 70%募投资金用于华虹无

锡12英寸生产线扩产。据悉该

项目计划建设一条投产后月产

能达到 8.3 万片的 12 英寸特色

工艺生产线。

唐均君表示，华虹无锡二

次增资扩产项目正在抓紧建

设，产能预计在明年二季度完

全释放。

不仅仅是中芯国际与华虹

半导体，近两年，半导体行业

经 历 了 史 无 前 例 的“ 缺 芯

潮”。从车用芯片到消费性电

子族群全都受到影响，这也让

许多芯片厂开始加强投资力

度，扩充产量以改善此状况。

但随着半导体下行周期的到

来，有业内人士担忧，未来产

能的集中释放恐将造成产能

过剩的情况。

不过，赵海军解释道，目

前中芯国际在半导体代工行

业的市场份额为 6%，自身产

能的变化并不会影响整个行

业的供求关系。而整个晶圆

代工行业，又仅占半导体行业

整体市场规模的约 20%，即使

晶圆代工行业扩产，也不会造

成产业迅速供过于求或供不

应求。

“从中芯国际与华虹半导

体本季度营收表现来看，成熟

工艺领域其实大有可为。美国

的制裁，产业 下 行 周 期 的 影

响，国内先进工艺发展受限。

需要在先进工艺层面韬光养

晦，成熟工艺层面奋发有为。

如果因种种因素不能一时‘长

高’，就应先‘长壮’。当下功率

产品、超越摩尔等新技术路线大

有机会，可做大做强。”芯谋研

究分析认为。

对于财报和在建项目建设

进度等问题，记者致电致函中

芯国际与华虹半导体方面，截

至发稿，未获回复。

本报记者 谭伦 北京报道

中国移动物联网产业发展进

入了新时代。

11 月 15 日，工业和信息化部

信息通信发展司副司长赵策在首

届移动互联网大会（以下简称“本

届会议”）上透露，截至 9 月底，我

国移动物联网连接数累计达到

17.5亿户，较年初增长3.5亿户，占

全球移动物联网连接总数的比例

超过70%。

《中国经营报》记者注意到，

早在今年 8 月，工业和信息化部

发布的《2022 年 1—8 月通信业经

济运行情况》就显示，截至 8 月

末，我国三家基础电信企业发展

移动物联网终端用户 16.98 亿户，

较移动电话用户 16.78 亿户多出

2000 万户，首度实现“物联’超过

“人联”。这也意味着，我国正式进

入了“物超人”时代，成为全球主

要经济体中首个实现“物超人”的

国家。

对此，中国通信标准化协会理

事长闻库在本届会议上表示，“物

超人”是一个非常重要的节点，“物

超人”初步体现了物联网的规模效

应，将为下一步快速发展起到很好

的促进作用。

催生新业态繁荣

随着中国建成全球连接规模

最大的移动互联网络。产业生态

也日渐繁茂。截至目前，中国已

形成涵盖芯片、模组、终端、软件、

平台和服务等环节较为完整的移

动物联网产业链。

尤其是在芯片、模组、终端三

大领域，我国拥有凸显优势。中

国信息通信研究院院长余晓晖日

前撰文指出，据市研机构 Coun-

terpoint发布的统计数据，2022年

第一季度，中国厂商占据了全球

蜂窝物联网模块芯片出货量十大

厂商半壁江山，排名第 2 到第 7

位，其中，紫光展锐以25%的份额

排名第 2，翱捷科技以 7%的份额

位居第3；模组方面，移远通信、广

和通和日海智能三家中国企业占

据了全球移动物联网模组市场一

半的份额，达到52.4%；终端领域，

以三川智慧、金卡智能、宁波水表

为代表的中国企业正规模出海带

动全球移动物联网发展，向全球

提供中国方案。

基础产业链的繁荣，也为大

数据、云计算等产业的进一步发

展提供了基础底座。邬贺铨表

示，移动物联网与大数据紧密关

联，物联网的第一个环节是感知

数据，然后传输、汇合到云端进行

分析进而产生智能化的决策和应

用。因而，物联网超过人的连接

数意味着数据的大增长，也就意

味着可以更好地发挥数据作为生

产要素的作用。

同时，物联网的发展会加快

对算力的需求，伴随数据的激增

需要更大的算力支撑。邬贺铨强

调，物联网作为信息采集的前端，

不仅是IT技术，也是OT（运营技

术）技术的重要耦合点，其发展会

让信息技术的发展，包括工业互

联网发展到达一个新的起点。

工信部方面已表示，“十四

五”期间，移动物联网将成为承

载大数据、云计算、人工智能等

先 进 技 术 落 地 的 重 要 表 现 形

式。接下来，将面向重点场景实

现网络深度覆盖，形成固移融

合、宽窄结合的基础网络。进一

步加强高端传感器、物联网芯

片、操作系统等关键技术研究。

加快移动物联网技术与千行百

业的协同融合，推动经济发展提

质增效、社会服务智能高效、百

姓生活方便快捷。

由爆发到超越

作为万物互联的新一代形式，

移动物联网是以蜂窝移动通信技

术和网络为载体，通过多网协同实

现泛在连接、万物互联的数字信息

基础设施。根据 GSMA 全球移动

通信协会（GSMA）给出的定义，目

前移动物联网主要包括面向低速

率应用的 NB-IoT（窄带物联网）、

面向中速率应用的 4G LTE Cat1

网络以及面向高速率和低时延应

用的5G网络，在智能制造、远程控

制、车联网、智能家居、智能表具、

智慧医疗、智慧交通等领域有着广

泛应用。

早在上世纪90年代，移动终端

的出现首度拉开了我国移动物联

网产业发展的序幕。经历了近 20

年通信技术的数次迭代后，2020年

5月，随着NB-IoT纳入5G标准，我

国移动物联网产业开始进入爆发

期。截至2021年底，我国蜂窝物联

网用户达13.99亿户，快速逼近移动

电话用户规模，两者差距由2020年

4.58 亿户快速缩小至 2021 年 2.44

亿户。

截至2022年7月，这一差值缩

小至500万户，这也意味着，2022年

前 7 个月，我国蜂窝物联网终端用

户 净 增 了 2.68 亿 户 ，月 均 增 长

3828.6 万户，最终在今年 8 月完成

了对移动电话用户数规模的超越。

对于这一“物超人”的里程碑

成就，出席本届会议的两位院士也

给予了高度评价。在中国工程院

院士邬贺铨看来，物联网是互联网

发展新阶段的表现形式，连接物打

开了网络应用的另一个维度，未来

工业互联网、智慧城市、智慧家居

等应用将会爆发性增长。中国工

程院院士郭桂蓉表示，移动物联网

能够积极促进垂直行业的数字化、

智能化转型，推动消费升级需求，

我国移动物联网的新成就，将有力

推进我国新基建、网络强国和数字

中国战略的落地实施。

超越之余，赵策援引数据表

示 ，截 至 9 月 底 ，全 国 NB-IoT、

4G、5G 基 站 数 分 别 达 到 75.6 万

个、596.2 万个和 222 万个，标志我

国已建成全球规模最大的移动物

联网络。

“这意味着移动物联网已经成

为推动经济社会数字化转型的新

引擎，促进信息通信业高质量发展

的新动能，带动产业实力不断提升

的新力量。”赵策指出。

“物联”超过“人联”中国移动物联网产业迈入新时代

多重挑战待解

虽然取得了卓越成就，但产

业的急剧发展无可避免地伴随各

种问题。站在新的起点，摆在我

国移动物联网产业面前的挑战，

仍然严峻。

宏观环境的政策指导与保障

仍是业内聚焦的议题之一。在闻

库看来，我国移动通信产业之所

以发展得好，最主要的原因是在

一系列政策引导下，企业已经将

这张网做到了极致。因此，在

NB-IoT 的网络覆盖上，国家应

该出具一些指导性的文件，推动

运营企业把NB-IoT窄带物联网

做好。

闻库进一步指出，我国当前

已经有近 3 亿的 NB-IoT 终端规

模。在应用接口方面，应给垂直

行业提供丰富的应用接口；同时

不断降低耗电量。此外，对于一

些2G终端，应该尽快用NB-IoT

替代下来，通过 2G 频段释放和

重耕，为移动通信带来新的发展

机会。

而在郭桂蓉看来 ，作为新

基建的重要组成部分，覆盖、应

用和产业则是需要正视的三大

问题。覆盖方面，郭桂蓉指出，

我国移动物联网络覆盖范围和

覆盖质量还有待提升，对覆盖

质 量 要 求 较 高 的 场 景 支 持 不

足，应该进一步按需持续加强

特定应用场景的深度覆盖；应

用方面，急需拓展新的应用领

域，探索成熟的商业模式，进一

步探索、推广和扩展杀手级规

模应用。

而在产业化发展方面，郭桂

蓉认为，我国当前移动物联网产

业发展仍以供给方为主，行业供

需的对接有待加强；同时，产业协

同不足，小生态圈盛行导致联合

供给能力较弱，应该加强各环节

企业的跨领域合作，并形成产业

合力。此外，应该加快推进一批

示范应用项目的建设，辐射带动

物联网产业及相关产业的发展，

推进物联网产业和传统产业的深

度的融合。

此外，邬贺铨补充指出，物联

网和互联网有所不同，由于连接

物规模大，因而终端安全防护能

力较差。此外物联网会跟重要的

基础设施关联，安全风险会急剧

升高，这也意味着物联网网络安

全会面临更大挑战。

智能手机和消费电子去库存速度缓慢，客户流片意愿不强。工业控制领域虽然相对稳健，但增幅有限。汽车类终端消费韧性强，行业尚有

需求缺口。

近两年，半导体行业经历了史无前例的“缺芯潮”。从车用芯

片到消费性电子族群全都受到影响，这也让许多芯片厂开始

加强投资力度，扩充产量以改善此状况。

不仅是中芯国际与华虹半导体，近两年，半导体行业经历了史无前例的“缺芯潮”。 视觉中国/图

“十四五”期间，移动物联网将成为承载大数据、云计算、人工智能等先进技术落地的重要表现形式。 视觉中国/图


